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1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний, умений и навыков об 

изделиях микроэлектроники, их конструкциях, характеристиках и технологиях изготовления, 

необходимых для успешного овладения профессиональной компетенцией ПК-1 «Способен 

определять сферы применения результатов научно-исследовательских работ в области 

разработки аппаратных средств вычислительной техники и встраиваемых сенсорных систем» 

в области определения сферы применения результатов научно-исследовательских работ в 

части использования интегральных микросхем в аппаратных средствах вычислительной 

техники, обеспечивающих способность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачей дисциплины является формирование базовых знаний в области принципов 

принципов построения, изготовления и использования интегральных микросхем, 

составляющих элементную базу устройств вычислительной техники. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы (является дисциплиной по выбору). 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина состоит из 2 модулей. 

Модуль 1: Изделия микроэлектроники, их конструкции и характеристики. 

Электроника, микроэлектроника и наноэлектроника. Этапы развития. Изделия элементной 

базы ЭВС. Групповой характер технологических процессов производства изделий 

микроэлектроники. Разновидности микросхем. Обозначения микросхем. Микросборки. 

Подложки, платы, кристаллы. Функциональные и технологические элементы микросхем. 

Компоненты интегральных схем. Корпуса. 

Модуль 2: Технологические процессы производства микросхем. 

Общая характеристика производства изделий микроэлектроники. Основные направления 

технологии микроэлектроники, основные понятия, типы производства. Типовые 

технологические процессы изготовления полупроводниковых ИС с различными способами 

изоляции элементов.Типовые технологические процессы изготовления полупроводниковых 

ИС на МДП-транзисторах. Частные технологические процессы изготовления микросхем. 

Операции заготовительной и обрабатывающей групп. Типовые технологические процессы 

пленочной технологии. Характеристика операций сборочно-монтажной группы. 
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